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同志社大学フォーミュラプロジェクト 

支援者様 

平成 27 年 4 月 1 日 

同志社大学フォーミュラプロジェクト 

3月活動報告  

 

春暖の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。平素は格別のご配慮を賜り、

厚 く御礼申し上げます。この度は、同志社大学フォーミュラプロジェクト（DUFP）

の 3月の活動について報告させて頂きます。3月は主な活動が車両製作となりました。

また、製作と並行して大会の静的審査対策や走行計画につきましても進 めてくるこ

とができました。多大なるご支援をして頂いております企業の皆様、先生方、 OB の

皆様方に深く感謝いたします。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

 

図 1.  卒業式 
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1.活動報告 

文化系公認団体表彰式 学生支援センター所長優秀賞受賞 

 3 月 13 日(金)に行われた同志社大学文化系公認団体の 2014 年度表彰式に参加し、

「学生支援センター所長優秀賞」を受賞することが出来ました。学友団の皆様、あり

がとうございます。審査員の方からは発表の仕方によってはより良い結果になったか

もしれないとのお話を頂きました。今後精進してまいります。このような賞を受賞す

ることができたのもご支援してくださる皆様のおかげだと思っております。今後とも

よろしくお願い致します。 

図 2. 文化系公認団体活動発表 

3 月月例会 

3 月 21 日(土)、同志社大学京田辺キャンパスにて３月月例会を開催致しました。自

立まで残り僅かとなった中、様々な問題点が浮上しており、その問題点に関しての議

論を中心に行いました。問題点の説明が上手くできていない、問題を正しく把握でき

ていないのではないかとのご指摘を頂き、深く反省しております。早急に問題点を修

正し、自立を目指していきたいと考えております。ご参加頂きました先生・OB の皆

様、貴重なご意見誠にありがとうございます。今後ともご指導よろしくお願い致しま

す。 

図 3. 3 月月例会 
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卒業式・学位授与式 

 3 月 22 日に 2014 年度卒業式・学位授与式が行われました。今回卒業されるのは

主に 2011 年度と 2013 年度のプロジェクトメンバーの皆様です。ご卒業おめでとう

ございます。大変お世話になりました。今後ともよろしくお願い致します。 

図 4. 卒業式後部室前噴水 

 

株式会社エクセディ様訪問 

 3 月 27 日(金)に株式会社エクセディ様へ伺いました。2014 年度大会の結果報告と

2015 年度活動方針の発表、そして株式会社エクセディ様のご紹介、施設見学をさせ

て頂きました。また、最後には社員の皆様との交流の場も設けて頂きました。大変貴

重な体験をさせて頂き誠にありがとうございます。今後ともご支援・ご協力よろしく

お願い致します。 

図 5. 株式会社エクセディ様大会報告会 
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静的勉強会 

 3 月 28 日(土)に京都工芸繊維大学にて行われた関西フォーミュラ主催の静的勉強

会に参加致しました。静的審査であるコスト・デザイン・プレゼンテーションに関し

て、担当のチームより発表があり、その後他大学の皆さんと交流することが出来まし

た。弊チームはプレゼンテーションに関する発表を行いました。他大学の皆さんの進

捗状況や取り組み方に関して知ることが出来、大変有意義なものとなりました。 

 

同志社総長賞表彰式、同志社総長賞受賞 

 3 月 28 日(土)に 2014 年度同志社総長賞表彰式に参参加し、「同志社総長賞」を受

賞することが出来ました。このような栄誉ある賞を頂けるのも平素よりご支援してい

ただいておりますスポンサー様、先生方、OB・OG の皆様のおかげだと思っており

ます。ご支援・ご指導誠にありがとうございます。2015 年度も精一杯努力してまい

りますので、今後ともよろしくお願い致します。 

図 6. 総長賞表彰式 

 

車両自立に関して 

 3 月 31 日(火)、2015 年度車両の自立を予定しておりましたが、残念ながら、部品

の発注・配送遅れ等の問題も重なり自立を成し遂げることが出来ませんでした。問題

が起きることの予測やその対策が上手く出来なかったことが原因であると考えてお

ります。現状を深く反省し、早急に問題を改善して車両の自立、シェイクダウンへと

進めてまいりたいと思います。このような状況ではありますが、皆様のご支援・ご協

力をお願い申し上げます。 

 

 

2.スポンサー様からのご支援 
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ドリブンスプロケット(株式会社ザム・ジャパン様) 

 3 月上旬株式会社ザム・ジャパン様よりドリブンスプロケットを無償にてご支援し

て頂きました。株式会社ザム・ジャパン様には以前にもドライブスプロケットをご支

援して頂き大変感謝しております。大切に使用していきます。ご支援誠にありがとう

ございます。今後ともご支援・ご協力よろしくお願い致します。 

図 7. ドリブンスプロケット 

 

アルミハニカムパネル(神鋼ノース株式会社様) 

 3 月中旬、神鋼ノース株式会社様より再びアルミハニカムパネルを無償支援して頂

きました。神鋼ノース株式会社様には以前にもアルミハニカムパネルをご支援してい

ただいたのですが追加試験が必要となり再びご支援して頂きました。大変不躾なお願

い聞いて下さり誠にありがとうございます。より良い車両を目指して活動した参りま

す。今後ともご支援・ご協力よろしくお願い致します。 

図 8. アルミハニカムパネル 
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ハブのスプライン加工・ダイナモ軸の焼き入れ加工(株式会社鬼頭歯車様) 

 ３月中旬、株式会社鬼頭歯車様にハブのスプライン加工とダイナモ軸の焼き入れ加

工をご支援して頂きました。株式会社鬼頭歯車様には以前にもシャフトの加工などを

ご支援して頂き大変感謝しております。これらを用いてよりよい車両でより良い成績

を残せるよう鋭意努力してまいります。ご支援、誠にありがとうございます。今後と

もよろしくお願い致します。 

図 9. ハブ・ダイナモ軸  

 

クイックファスナー関連部品(株式会社キノクニエンタープライズ様) 

 3 月中旬、株式会社キノクニエンタープライズ様よりクイックファスナー関連部品

を協賛価格にてご支援して頂きました。このクイックファスナーによりカウルの迅速

な着脱が可能となります。ご支援誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願

い致します。 

 

図 10. クイックファスナー関連部品 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

embrella(株式会社深井製作所様) 

 3 月下旬、株式会社深井製作所様より embrella を無償支援して頂きました。車両

のファイアーウォールに活用して参ります。車両の安全性を確保するのに欠かせない

ものであり、本年もご支援頂き、誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願

い致します。 

図 11. Embrella 

 

ベアリング(NTN 株式会社様) 

 3 月下旬、NTN 株式様よりベアリングをご支援して頂きました。年度末のお忙し

い中迅速な対応をして下さり誠にありがとうございます。多移設に使用していきたい

と想います。ご支援、誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

図 12. ベアリング 
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3.今後の活動予定 

 

 4 月 2~5 日 新入生歓迎期間 

 4 月 7 日 講義開始 

 4 月 11 日 4 月月例会・新入生歓迎会 

 4 月 28 日 2015 年度車両シェイクダウン 

 

 

 

4.最後に 

 

 2015 年も 3 月が終わりを迎えました。大会までは残り半年を切りましたが今年度

は当初予定しておりました自立を成し遂げることが出来ませんでした。ご支援・ご協

力していただいております皆様には大変申し訳なく思っております。早急に問題を解

決し、次へと進めていけるよう部員一同努力してまいります。また、4 月からは入学

式を迎え、新入生も加入することとなるでしょう。多くの新入生を確保し同志社大学

フォーミュラプロジェクトをより一層盛り上げてまいりたいと思います。未だ、多く

の問題を抱えておりますが、今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜わりますよう、よ

ろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------  

                                      同志社大学フォーミュラプロジェクト 

2015 年度プロジェクトリーダー 林 豊  

〒610－0394 

京都府京田辺市多々羅都谷 1－3 同志社大学 

URL：http://dufp.net/ 

E-mail：bun3015@mail4.doshisha.ac.jp 
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